烟台德邦科技股份有限公司
投资者关系活动记录表

证券简称：德邦科技         证券代码：688035        编号：2025-002
	投资者关系活动
类别
	特定对象调研       □分析师会议
□媒体采访           □业绩说明会
□新闻发布会         ☑路演活动
□现场参观           ☑其他(电话会议)

	参与单位名称
及人员姓名
	[bookmark: _GoBack]西部证券、招商证券、东北证券、东方证券、中信证券、华安证券、睿远基金、长江证券、浙商证券、国联基金、易方达、平安基金、博时基金、宝盈基金、万和证券、大成基金、金信基金、摩根士丹利、创金合信、泓澄投资、民生加银基金、国投瑞银、慎和资产、长城基金、盈泰投资、银华基金、浦银安盛、宏利基金、兴银基金等

	时间
	2025年2月25日-3月17日

	地点
	现场交流（烟台、深圳、武汉）

	上市公司接待人员
姓名
	副总经理、董事会秘书、财务总监：于杰
公司证券总监：战世能

	投资者关系活动主要内容介绍
	1、请介绍一下2024年公司各业务板块业务情况？
答：根据公司业绩快报，2024年公司全年收入同比增长25.19%，利润同比下降5.66%。
（1）收入方面，公司集成电路、智能终端、新能源和高端装备四个业务板块均呈现不同程度的增长，得益于产品系列不断丰富、新的应用点持续突破，集成电路、智能终端两个板块增速明显好于行业整体增速；新能源领域锂电产品份额保持稳定，实现收入小幅增长。 
（2）利润方面，全年毛利率逐季度稳步提升，集成电路、智能终端随着板块整体规模的增长量以及高毛利产品的持续上量，毛利率实现小幅增长，新能源板块毛利率受部分产品降价影响整体上有所降低，但得益于公司自动化产线全面投产，原材料降本、技术降本的有效推进，新能源板块毛利率全年呈现稳步回升的趋势。

2、先进封装材料目前竞争格局如何？公司先进封装材料进展如何？
答：先进封装材料市场目前主要是日韩、欧美等厂商为主导，与国际先进水平相比，国内先进封装材料目前仍有很大的完善和提升空间，特别是核心封装材料仍主要依赖进口。公司经过多年的技术积累与沉淀，在先进封装材料部分领域已具备一系列成熟技术，积累了丰富的验证数据和应用案例，得到了越来越多的客户的检验和导入。目前公司芯片级Underfill、AD胶等几个品类的先进封装材料已实现国产替代，实现小批量交付；TIM1在客户端处于验证导入阶段，今年有望实现突破。

3、智能终端增长是否与客户产品周期相关？ 
答：公司智能终端封装材料的增长与客户产品周期存在一定的相关性，终端产品更新迭代与升级会给公司带来市场突破和产品导入的机会。例如：公司产品在小米15手机LIPO工艺上的成功应用。在多应用场景持续突破、上量也是2024年公司智能终端板块增长的主要驱动力之一。

4、请介绍一下公司新能源锂电材料目前竞争格局如何？主要竞争对手情况？
答：公司新能源主要产品是新能源汽车电池包内部的聚氨酯结构导热材料，目前公司该产品国内市占率在30%-40%之间，市占率一直保持稳定，客户包括宁德时代、中创新航、亿维、国轩、蜂巢等国内头部电池厂商，在主要客户均保持较高的市场份额。随着下游新能源汽车销量的稳步提升，公司该业务处于稳定增长的态势。
中国在新能源汽车领域处于领先的地位，整个供应链大部分以国内企业为主，公司的聚氨酯结构导热材料亦是如此，目前竞争者以国内友商为主。

5、公司收购泰吉诺是如何考量的？
答：热界面材料在先进封装中占据重要地位，目前国内高端热界面材料市场仍少数国际头部厂商为主导，泰吉诺主营高端导热界面材料，主要应用于集成电路封装领域，提供从TIM 1、TIM1.5到TIM 2的全套解决方案，产品主要集中在AI服务器、通讯基站、汽车电子、消费电子、高功率工业设备和医疗设备等领域，与公司业务具有较强的协同性和互补性。公司收购泰吉诺旨在深化公司在半导体封装材料领域的布局，本次收购是公司在先进封装材料领域加快战略步伐的重要举措，有利于进一步完善公司热界面材料产品序列，在高端热界面材料市场占据一席之地。

6、请介绍一下TIM 1、TIM1.5到TIM 2应用位置的区别以及公司产品量产情况？
答：从应用位置来区分，TIM材料一般分TIM 1、TIM1.5和TIM 2，TIM1应用于芯片（Die）和芯片保护壳（Lid框）之间；TIM1.5应用于芯片和散热器件之间；TIM2应用于芯片保护壳和散热器件之间。公司TIM1.5和TIM 2产品均稳定出货，TIM1目前尚处于验证导入阶段。

7、公司TIM材料都包括哪些具体产品？
答：目前公司产品包括导热垫片、导热凝胶、导热硅脂、导热吸波材料、相变材料、液态金属等多品类、多系列产品，能够为集成电路、器件模组、系统等不同层级提供全面、系统的热管理解决方案。

8、请问公司目前在人形机器人领域的布局及未来的规划？
答：公司关注到人形机器人的快速发展以及未来可能带来的市场机遇。公司产品应用广泛，可为人形机器人产业链在芯片封装、传感器封装以及整机封装等方面提供导热、导电、电磁屏蔽、结构粘接等解决方案，近期也在积极梳理公司产品在人形机器人上的应用机会。公司控股子公司苏州泰吉诺自2023年第四季度开始向杭州宇树科技有限公司提供一款热界面材料，并在配合客户的需求，积极推进新产品的送样、开发。目前人形机器人领域仍处于发展的初期阶段，该业务占公司整体收入比例很低，短期内对公司整体业绩影响还很小。公司会持续关注人形机器人发展动态，抓住行业发展带来的新的机遇。


	附件清单（如有）
	无



